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1 参考设计 

1.1 软件编程参考设计 

Gowin_EMPU_M3 提供 ARM Keil MDK（V5.24 及以上版本）和 GOWIN 

MCU Designer（V1.0 及以上版本）软件环境的软件编程参考设计，通过链

接获取如下参考设计： 

 Gowin_EMPU_M3\ref_design\MCU_RefDesign\Keil_RefDesign 
 Gowin_EMPU_M3\ref_design\MCU_RefDesign\GMD_RefDesign 

1.2 硬件参考设计 

Gowin_EMPU_M3 提供硬件参考设计，通过链接获取如下参考设计： 

Gowin_EMPU_M3\ref_design\FPGA_RefDesign 
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2 硬件参考设计 

2.1 硬件环境 

DK-START-GW2A55 V1.3: GW2A-LV55PG484C8/I7 

2.2 软件环境 

Gowin_V1.9.5.01 Beta 及以上版本 

2.3 导入硬件参考设计 

以软件开发工具包参考设计为例。 

双击打开 Gowin 云源软件，选择菜单栏“File > Open > 

gowin_empu_m3”，导入硬件参考设计，如图 2-1 所示。 



2 硬件参考设计 2.3 导入硬件参考设计 
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图 2-1 导入硬件参考设计 

 
 

硬件参考设计配置，如表 2-1 所示。 

表 2-1 硬件参考设计配置 

文件 描述 
User Interrupts Enable 
MPU Enable 
WIC Enable 
Bit-banding Enable 
IRQ Priority Level Width 3 
WIC Lines 3 
Debug Level Full debug plus DWT 
Trace Level Standard trace. ITM and DTM, No ETM 
Debug Interface JTAG and serial wire 
Instruction Memory Size 64KB 
Data Memory Size 64KB 
GPIO Enable 
SPI-Flash Enable 
AHB2 Extension Enable 
UART0 Enable 
UART1 Enable 
Timer0 Enable 
Timer1 Enable 
WatchDog Enable 
I2C Master Enable 
SPI Master Enable 
APB2 Extension Enable 
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2.4 综合 

运行综合工具 Synplify Pro 或 GowinSynthesis，综合硬件参考设计，如

图 2-2 所示。 

图 2-2 综合硬件参考设计 

 

2.5 布局布线 

完成综合后，运行布局布线工具 Place & Route，完成布局布线，产生

硬件设计码流文件，如图 2-3 所示。 

图 2-3 布局布线 

 

2.6 下载 

运行 Gowin 云源软件的下载软件 Programmer，完成码流文件的下载。 

单击 Programmer 菜单栏“Edit > Configure Device”或工具栏 Configure 

Device“ ”，打开 Device configuration。 
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 Access Mode 下拉列表，选择“External Flash Mode”选项。 

 Operation 下拉列表，选择“exFlash Erase, Program”选项。 

 Programming Options > File name 选项，导入需要下载的码流文件。 

 External Flash Options > Device 选项，根据开发板板载 Flash 芯片选择

（如高云开发板板载 Winbond W25Q64BV）。 

 External Flash Options > Start Address 选项，配置为“0x000000”。 

 单击“Save”，如图 2-4 所示。 

图 2-4 下载 

 
 

完成 Device configuration 后，单击 Programmer 工具栏

Program/Configure “ ”，完成码流下载。 

2.7 参考手册 

Gowin_EMPU_M3 硬件设计，请参考： 

 IPUG923, Gowin_EMPU_M3 硬件设计参考手册 

 SUG100，Gowin 云源软件用户指南 

 SUG101，Gowin 设计约束指南 

 SUG502，Gowin Programmer 用户指南 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG100.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG100-1.6_Gowin云源软件用户指南.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG101.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG101-1.6_Gowin设计约束指南.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG502.pdf
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3 软件编程参考设计 

3.1 软件环境 

 ARM Keil MDK V5.24.2.0 及以上版本 

 GOWIN MCU Designer V1.0 及以上版本 

3.2 导入软件参考设计 

以软件开发工具包参考设计为例。 

双击打开 ARM Keil MDK，选择菜单栏“Project > Open Project…”，导

入软件编程参考设计，如图 3-1 所示。 

图 3-1 导入软件编程参考设计 

 

3.3 编译 

单击工具栏编译按钮“ ”，编译软件编程参考设计，产生
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Gowin_EMPU_M3 二进制 BIN 文件，如图 3-2 所示。 

图 3-2 编译 

 

3.4 下载 

完成 Gowin_EMPU_M3 软件编程设计编译后，使用 Gowin 下载软件

Programmer 下载软件编程设计 BIN 文件。 

由 Gowin 云源软件中或软件安装路径下打开下载软件 Programmer，单

击Programmer菜单栏“Edit > Configure Device”或工具栏Configure Device

“ ”，打开 Device configuration。 

 Access Mode 下拉列表，选择“External Flash Mode”选项。 

 Operation 下拉列表，选择”exFlash C Bin Erase, Program”选项。 

 FW/MCU Input Options > Firmware/Binary File 选项，导入需要下载的

Gowin_EMPU_M3 二进制 BIN 文件。 

 External Flash Options > Device 选项，请根据开发板板载 Flash 芯片类

型选择（如高云开发板板载 Winbond W25Q64BV）。 

 External Flash Options > Start Address 选项，下载起始地址设置为

“0x400000”。 

 单击“Save”，如图 3-3 所示。 
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图 3-3 下载 

 

 

完成 Device configuration 后，单击 Programmer 工具栏

Program/Configure“ ”，完成 Gowin_EMPU_M3 软件编程设计二进制

BIN 文件下载。 

3.5 参考手册 

Gowin_EMPU_M3 软件编程设计方法，请参考： 

 IPUG922, Gowin_EMPU_M3 软件编程参考手册 

 IPUG919, Gowin_EMPU_M3 IDE 软件参考手册 

 SUG502，Gowin Programmer 用户指南 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG502.pdf


4 参考设计调试方法 4.1 硬件调试方法 
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4 参考设计调试方法 

4.1 硬件调试方法 

使用 Gowin 云源软件的 GAO 在线逻辑分析仪，调试 Gowin_EMPU_M3 

硬件设计。 

4.2 软件调试方法 

支持两种 Gowin_EMPU_M3 软件编程调试方法： 

 仿真器调试 

 串口调试 

4.2.1 仿真器调试 

仿真器类型 

Gowin_EMPU_M3 支持以下两种仿真器设定断点，进行单步调试： 

 J-LINK 仿真器 

 U-LINK 仿真器 

调试接口 

Gowin_EMPU_M3 支持以下调试接口： 

 JTAG 
 Serial Wire 

4.2.2 串口调试 

使用串口和串口调试助手打印输出运行状态。 

4.3 参考手册 

Gowin_EMPU_M3 软件和硬件调试方法，请参考： 

 SUG114，Gowin 在线逻辑分析仪用户指南 

 IPUG919, Gowin_EMPU_M3 IDE 软件参考手册 

 IPUG920, Gowin_EMPU_M3 串口调试参考手册 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG114.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG114-1.7_Gowin在线逻辑分析仪用户指南.pdf
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